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P A T E N T E  
D E

I N V E N C I O N

a favor de Don Erich ZOBEL, de nacionalidad suiza, resi- 

sente en Barcelona, calle Manacor, 1, por "PERFECCIONA­
MIENTOS EN EL MONTAJE DE TRANSISTORES DE POTENCIA".

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a anos perfec­

cionamientos aplicables a los sistemas de montaje de tran­
sistores de potencia relativamente elevada, que son utili­

zados en asociación con termistancias que controlan sa co- 

5. miente de régimen en dependencia déla temperatara de tra­
bajo alcanzada, y, más especialmente, a los sistemas de 

esta clase qae son atilizados conjantamente con platinas 

de circaito impreso.

En esta clase de montajes los transistores de 

10. potencia son fijados sobre an perfil u otra pieza termocon-
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ductora que sirve de medio para evacuar el calor generado 

por el funcionamiento del transistor, y evitar la elevación 

de temperatura del mismo, que^odría deteriorarlo con gran 
facilidad.

5. A este respecto, según es "bien sabido, se pre­

sentan ciertas dificultades técnicas para conseguir una 

racional estructuración en la doble conexión que representa 

la unión térmica del transistor con la termistancia, y la 
asociación eléctrica del mismo con las correspondientes zo- 

10. ñas conductoras de la platina de circuito impreso. Los di­
versos intentos realizados en el sentido de alcanzar una 

realización práctica de estos sistemas, no han conducido 

a ningún resultado tangible.
Mediante los presentes perfeccionamientos, por el 

15. (mtrario, se simplifica este doble problema en forma par­

ticularmente adecuada a las necesidades que se presentan 

en los sistemas de miniaturización.

Estas ventajas son obtenidas de acuerdo con la 
invención por el hecho de montar los citados transistores 

20. sobre una de las caras de un perfil termoconductor que es
asociado, por el opuesto, en relación de proximidad, con uno 

de los cantos de la platina de circuito impreso, siendo 

esta última dotada de zonas conductoras marginales que de­

sembocan en este canto, a las cuales se suelda las patillas 

25. del transistor, y de escotaduras en las que se ajusta la 

termistancia y a cuyos bordes afluyen las zonas conducto­

ras correspondientes.

La unión de la termistancia a estas zonas conduc-



toras puede ser realizada de acuerdo con los métodos usua­
les de soldadura. De acuerdo con otra característica im­

portante de los presentes perfeccionamientos, la citada 
termistancia es unida ulteriormente, en relación de con­

ductibilidad térmica con una de las extremidades de una 

pletina termoconductora que es unida en iguales condicio­

nes al perfil termoconductor que constituye el soporte de 

dichos transistores.

Los dibujos adjuntos muestran, a título de ejem­

plo no limitativo del alcance de la presente invención, 

una forma preferida de llevarla a la práctica, en repre­
sentaciones esquemáticas.

En dichos dibujos: La figurad es una vista a 

gran escala, parcialmente en sección, de un montaje elec­

trónico que comprende transistores y termistancias aso­

ciadas con un circuito Impreso; la figura 2 es un detalle, 

en sección transversal, del montaje anterior; la figura 

3 una vista lateral, a menor escala, del mismo montaje; 
las figuras 4 y 5 son sendas vistas, frontal y en planta, 

y la figura 6 una vista posterior con la platina de cir­

cuito impreso seccionada.

La referencia -1- indica una platina de circui­
to impreso que puede contener cualquier conexionado ade­

cuado, distribuido en zonas conductoras -2-, separadas por 

intervalos aislantes -3- en la forma usual.

A uno de los cantos, el -4-, de la platina -1- 

se halla fijado un perfil -5- de aluminio u otro material 

buen conductor del calor, mediante las escuadras -6- sol-
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dadas a las mases 2a de la platina. Este perfil tiene ana 

sección transversal en foima de U y se halla dispaesto de 

manera qae rodea parcialmente a la citada platina.

Como parte de los presentes perfeccionamientos 

la platina -1- tiene ana escotadura o corte -7- dispuesta 

para recibir la termistanda -8-, y su distribución metáli­

ca ha sido diseñada de forma que los conductores del cir­

cuito que han de ser conectados con ella, quedan adyacentes 

a las caras de dicha termistancia para poder ser conectados 
a ellas mediante las soldaduras -9-. De la misma manera, 
los conductores -2b- y -2c- que han de ser conectados con 
el transistor según se describirá, son hechos llegar hasta 

el canto -4-.
Los transistores de potencia -10- son fijados me­

diante juegos de tornillos y tuerca -11- en orificios co­

rrespondientes formados en la pared central del perfil ter- 

moconductor -5-, en posiciones enfrentadas a los extremos 

de los conductores -2b- y -2c- del circuito impreso, y sus 

patillas -12- son hechas pasar a través de orificios -13- 

forinados en esta misma pared, de manera que puede ser uni­

das con facilidad a dichos conductores mediante las solda­

duras -14-.

En la cara interna de la rama central del perfil 
-5- se fija, por otra parte, una escuadra de latón u otro 

material buen conductor del calor, indicada con la refe­

rencia -15- y cuya rama libre se halla en contacto con la 
termistancia -8-, a la que puede ser unida por medio de otra 

soldadura -16-.
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De acuerdo con lo anteriormente descrito, es evi­

dente que los perfeccionamientos fac&litan de modo extraor­

dinario el conexionado de la termistancia y de los tran­
sistores, lo cual representa una ventaja económica impor­
tante desde el punto de vista de los gaáos de montaje,pero, 

como característica más notable, establecen un camino tér­

mico directo entre el transistor, en el que se genera calor 

como capitulo de pérdidas, y 1a. termistancia, destinada a 

limitar la intensidad de corriente que circula a través del 

transistor, cuando la temperatura alcanzada por el miaño 
es susceptible de alcanzar valores peligrosos para su in­
tegridad.

Las demás partes representadas en las figuras 3 

a 5 son componentes eléctricos usuales, entre los que se 

aprecian condensadres tales como los -17-, resistencias co­

mo las -18-, bobinas -19-, y transistores -20-. Estos ele­

mentos han sido representados únicamente como representati­

vos de la posibilidad de aplicación de los perfeccionamien­

tos descritos a cualquier tipo de circuito en el que inter­

vengan transistores de potencia y termistancias.
Serán independientes del alcance de la invención 

los detalles auxiliares y las características constructi­

vas empleadas en su puesta en práctica, por quedar todo 

ello comprendido dentro del espíritu de las siguientes rei­

vindicaciones.



Se reivindica como objeto de la presente patente 

de invención:
1. Perfeccionamientos en el montaje de transis­

tores de potencia, caracterizados por el hecho de montar 

los mismos sobre ana de las caras de un perfil termoconduc- 

tor que es asociado por su cara opuesta, en relación de 
proximidad, con uno de los cantos de una platina de circui­

to impreso, siendo esta dltima dotada de zonas conducto­
ras que desembocan en este canto, a las cuales se suelda las 

patillas de los transistores, y de escotaduras, dentro de 

las cuales se ajusta las termistancias y a cuyos bordes se 

hace afluir las zonas conductoras respectivas de dicho cir­

cuito impreso.
2. Perfeccionamientos en el montaje de transis ­

tores de potencia, de acuerdo con la reivindicación 1, ca­

racterizados por el hecho de unir la termistancia, en rela­
ción de conductibilidad térmica, con uno de los extremos

de una pletina que es asociada por el opuesto, en iguales 
condiciones, con el perfil de soporte de loa transistores 

y cerca del punto de montaje de los mismos.

3. Perfeccionamientos en el montaje de transis­

tores de potencia.

La presente memoria consta de siete hojas folia-
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das escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, 22 de diciembre de 1964.
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